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1... EPOXYUNIT 
2... FITTING DEVICE 

(57) Abstract: The invention relates to a device and a method for applying semiconductor chips (5) to a plurality of carriers (4), 
especially smart card modules or flexboards. According to the invention, an adhesive application device (1) is used to apply an 
adhesive to pre-defined positions on the carrier (4), a fitting device (2) is used to apply the semiconductor chips (5) to the positions 
on the carrier (4), and a hardening device (3) is used to harden the adhesive. The hardening device (3) and/or another device can be 
connected to a conveyor belt (6) for transporting the carrier (4) along the devices, by means of a clamping device (13, 14), and can 
be displaced in the transport direction at the speed of the conveyor belt (6), by means of a lifting device (15). 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Aufbringung von Halbleiterchips (5) auf 
einer Mehrzahl von Tragern (4), insbesondere Smartcard-Modulen oder Flexboards, wobei an einer KlebstofTauftrageinrichtung (1) 
Klebstoff an vorbestimmten Tragerpositionen auf die Trager (4) aufgetragen, an einer Bestiickungseinrichtung (2) die Trager (4) 
an den Tragerpositionen mit den Halbleiterchips (5) bestiickt und in einer Ausharteeinrichtung (3) der Klebstoff ausgehartet wird, 
wobei die Ausharteeinrichtung (3) und/oder eine weitere Einrichtung mittels einer Klemmvorrichtung (13, 14) mit einem die Trager 
(4) entlang der Einrichtungen transportierenden Transportband (6) verbindbar und mittels einer Hubvorrichtung (15) in Transport- 
richtung mit einer Transportgeschwindigkeit des Transportbandes (6) verschiebbar sindTist. 
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Vorrichtung und Verfahren zur Aufbringung von Halbleiterchips auf Tragern 



Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Aufbringung von Halbleiterchips 
auf eine Mehrzahl von Tragern, insbesondere Smartcard-Modulen und Flexboards gemaft 
den Oberbegriffen der Patentanspriiche 1 und 10. 

Vorrichtungen zur Aufbringung von Halbleiterchips auf Tragern, insbesondere von Flipchips 
auf Smartcard-Modulen Oder Flexboards weisen ublicherweise eine erste Klebstoffauftrag- 
einrichtung zum Auftragen von Klebstoff an vorbestimmten Tragerpositionen auf den Tra- 
gern, eine zweite Bestuckungseinrichtung zum Bestiicken der Trager an den Tragerpositio- 
nen mit Flipchips und eine dritte Ausharteeinrichtung zum Ausharten des Klebstoffs auf. Die 
zu flippenden Chips werden hierbei wahrend des Bestuckungsvorganges kopfuber auf die 
Trager aufgesetzt, so dass an den Flipchips angebrachte Bumpfs mit dem Tragermaterial 
kontaktieren und wahrend des Aushartevorgangs durch Ausharten des zuvor aufgebrachten 
Klebers mit dem Tragermaterial verbunden werden konnen. 

Die verschiedenen Einrichtungen sind entlang eines Transportweges hintereinander ange- 
ordnet und weisen unterschiedliche Prozesszeiten in Abhangigkeit von den durch sie durch- 
zufuhrenden Bearbeitungen und/oder Kontrollen an den Tragern und/oder den Halbleiter- 
chips auf. Hierdurch wird beispielsweise aufgrund der vergleichsweise langen Aushartezeit 
der Ausharteeinrichtung eine von der Bestuckungseinrichtung vorgegebene Bestuckungsge- 
schwindigkeit zwangslaufig reduziert, da sich ansonsten die bereits bestuckten Trager vor 
der Ausharteeinrichtung auf dem Transportweg stauen wurden. Dies hat wiederum eine Re- 
duzierung des Durchsatzes der gesamten Vorrichtung zur Folge. 
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Zudem ist eine zuverlassige Kontrolle der Bestuckungspositionen aufgrund langer Kontroll- 
zeiten und langer Transportwege nicht moglich. 

5 Herkommlicherweise wird zum Aufeinanderabstimmen der verschiedenen Prozesszeiten die 
Bestuckungsgeschwindigkeit der Bestuckungseinrichtung derart reduziert, dass die Bestu- 
ckungszeit der Aushartezeit angepasst ist Das Auftragen eines Klebstoffs in Form eines 
Epoxydots auf einen Trager dauert beispielsweise 300 ms pro Trager. Die Bestuckungsein- 
richtung benotigt eine Zeitspanne von 600 ms pro Bestuckung und der Aushartevorgang als 

10 Finalbondvorgang nimmt 10 s in Anspruch. Demzufolge wird bei einer schrittweisen Fortbe- 
wegung eines als Transportband ausgebildeten Transportweges, auf dem die Trager hinter- 
einander angeordnet sind, um jeweils einen Indexschritt in Transportrichtung die Transport- 
geschwindigkeit auf 10 s pro Indexschritt reduziert, um eine Anpassung der kurzeren Auf- 
trage- und Bestuckungszeiten an die lange Aushartezeit zu erreichen. Hierdurch wird der 

15 Durchsatz der Vorrichtung verringert. 

Demgegenuber ist ein Aushartevorgang mit einer Aushartezeit, die der ublichen Bestu- 
ckungszeit von beispielsweise 600 ms entspricht, aufgrund der Zusammensetzungen der 
bisher bekannten Klebstoffe, die eine derartig schnelle Aushartung nicht zulassen, nicht 
20 moglich. 

Bekannt sind auch Vorrichtungen, die eine Pufferzone zwischen der Bestuckungseinrichtung 
und der Klebstoffauftrageinrichtung auf der einen Seite und der Ausharteeinrichtung auf der 
anderen Seite vorsehen. Derartige Puffenzonen dienen dazu, die bereits bestuckten Trager 
25 in einer Art Warteschleife solange warten zulassen, bis sie in der Ausharteeinrichtung, die 
mehrere Bearbeitungseinheiten in Form eines Thermodenfeldes zum gleichzeitigen Aushar- 
ten mehrerer Trager mit Klebstoffauftragung aufweist, in grofierer Zahl zugefuhrt werden 
konnen. 

3 0 Die in dem Thermodenfeld angeordneten Bearbeitungseinrichtungen stellen einzelne Ther- 
moden dar und sind hierfur zweidimensional, also in X- und Y-Richtung, angeordnet. Die 
Anzahl der Thermoden richtet sich danach, wie lange die Aushartezeit im Vergleich zur Be- 
stuckungszeit ist. Ist beispielsweise die Aushartezeit 9,6 s und die Bestuckungszeit 600 ms, 
dann sind in dem Thermodenfeld insgesamt 16 Thermoden zur gleichzeitigen Bearbeitung 

3 5 der Trager vorgesehen. Auf diese Weise kann zwar ein hoher Durchsatz der Vorrichtung 
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aufrechterhalten werden, jedoch wird die Prozessgenauigkeit der gesamten Vorrichtung 
nachteilig durch die Pufferzone aufgrund zusatzlicher Transportwege beeinflusst. Die langen 
Transportwege verhindern zudem die Verwendung dunnfiiissiger Klebstoffe. 

5 Weiterhin ist eine Vorrichtung bekannt, bei der wahrend des Aushartevorgangs mittels eines 
Thermodenfeldes mehrere Trager mit Klebstoffauftragung gleichzeitig ausgehartet werden, 
wahrend die Trager und das sie tragende Transportband nicht fortbewegt werden. Zur glei- 
chen Zeit wird eine Mehrzahl von Trager mittels der Bestiickungseinrichtung bei stillstehen- 
dem Transportband bestuckt. Eine derartige Vorrichtung erfordert jedoch ebenso eine Re- 
10 duzierung der Bestuckungsgeschwindigkeit, da lange Transportwege fur die gleichzeitige 
Bestuckung mehrerer Trager erforderlich sind. Zudem wird aufgrund der langen Transport- 
wege die Prozessgenauigkeit der gesamten Vorrichtung reduziert. 

Aus der EP 1 170 787 A1 ist eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Montage von Halbleiter- 
15 chips auf einem flexiblen Substrat bekannt, wobei die Vorrichtung das Substrat in Transport- 
richtung gesehen zuerst von einer Auflageplatte und anschlieliend von einer Heizplatte ge- 
tragen wird. Die Heizplatte wird zum Weitertransport des Substrats in Transportrichtung ver- 
schoben, wahrend sie durch ihre Heizfunktion den auf das Substrat aufgebrachten Klebstoff 
aushartet. Eine derartige Vorrichtung weist ebenso einen geringen Durchsatz auf, da jedes 
2 0 Substrat ohne zu Hilfenahme eines Transportbandes zuerst von der Auflageplatte und an- 
schlieflend von der Heizplatte transportiert werden muss. 

Demzufolge liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung und 
ein Verfahren zur Aufbringung von Halbleiterchips auf Tragem zur Verfiigung zu stellen, bei 
2 5 der/dem ein hoher Durchsatz mit hoher Bestuckungsgeschwindigkeit trotz der Anordnung 

mindestens einer Einrichtung mit zu einer Bestuckungszeit vergleichsweise langen Prozess- 
zeit unter Beibehaltung einer hohen Prozessgenauigkeit moglich ist. 

Diese Aufgabe wird vorrichtungsseitig gemaft den Merkmalen des Patentanspruches 1 und 
30 verfahrensseitig gemafi den Merkmalen des Patentanspruches 10 gelost. 

Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt darin, dass bei einer Vorrichtung zur Aufbringung 
von Halbleiterchips auf einer Mehrzahl von Tragem, insbesondere Smartcard-Modulen oder 
Flexboards, in der an einer Klebstoffauftrageinrichtung Klebstoff an vorbestimmten Trager- 
35 positionen auf die Trager aufgetragen, an einer Bestiickungseinrichtung die Trager an den 
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Tragerpositionen mit den Halbleiterchips bestuckt und in einer Ausharteeinrichtung der Kleb- 
stoff ausgehartet wird, die Ausharteeinrichtung und/oder eine weitere Einrichtung mittels 
einer Klemmvorrichtung mit einem die Trager entiang der Einrichtungen transportierenden 
Transportband verbindbar und mittels einer Hubvorrichtung in Transportrichtung mit einer 
5 Transportgeschwindigkeit des Transportbandes verschiebbar sind/ist. Auf diese Weise ist 
unter Beibehaltung einer kurzen Bestuckungszeit eine Bearbeitung durch die Ausharteein- 
richtung und/oder die weitere Einrichtung, die eine zu der Bestuckungszeit vergleichsweise 
lange Prozesszeit (Bearbeitungs- und/oder Kontrollzeit) aufweisen, moglich, ohne dass der 
Durchsatz der gesamten Vorrichtung verringert wird. Dies wird durch die Verbindung des 
10 schrittweise fortlaufenden Transportbandes und der darauf angeordneten Trager mit der 
Ausharteeinrichtung und/oder eine weitere Einrichtung erreicht, welche in Ihrer Gesamtheit 
ebenso wie das Transportband mit der Transportgeschwindigkeit bewegt wird. 

Gemafi einer bevorzugten Ausfuhrungsform sind in der mit dem Transportband verbindba- 
15 ren Ausharteeinrichtung und/oder der weiteren Einrichtung eine Mehrzahl von Bearbeitungs- 
und/oder Kontrolleinheiten in Transportrichtung des Transportbandes angeordnet, die eine 
gleichzeitige Bearbeitung und/oder Kontrolle der mit den Halbleiterchips bestuckten Tragern 
wahrend ihres Transports durchfiihren. Wenn die Anzahl der Bearbeitungs- und/oder Kon- 
trolleinheiten sich danach richtet, welches Vielfache eine Bearbeitungs- und/oder Kontrollzeit 
20 einer Einheit von einer Bestuckungszeit ist, dann lasst sich eine gleichzeitige Bearbeitung 
und/oder Kontrolle der Trager bei fortlaufenden Transportband durchfiihren, wahrend der 
Bestiickungsvorgang weiterhin durchgefuhrt wird. Eine Abstimmung der Bestuckungszeit auf 
die Bearbeitungs- und/oder Kontrollzeit der Einheiten ist somit nicht mehr notwendig. Dies 
hat die Beibehaltung des durch die Bestuckungszeit vorgegebenen Durchsatzes zur Folge. 

25 

Urn eine Abstimmung des Schiebevorgangs der Ausharteeinrichtung und/oder der weiteren 
Einrichtung, insbesondere ihr Zurticksetzen in eine Ausgangslage, auf den Prozessablauf 
der gesamten Vorrichtung zu erhalten, weist die Vorrichtung eine Zeitgebereinrichtung zum 
Einstellen einer Zeitspanne, die der Summe aus der Bearbeitungs- und/oder Kontrollzeit 
3 0 einer Bearbeitungs- und/oder Kontrolleinheit und eines Zeitabschnitts entspricht, der zum 
Zuruckverschieben der verschobenen Ausharteeinrichtung und/oder der weiteren Einrich- 
tung entgegen der Transportrichtung in eine Ausgangslage benotigt wird, auf. 

Vorzugsweise sind in der Ausharteeinrichtung und/oder der weiteren Einrichtung so viele 
35 Bearbeitungs- und/oder Kontrolleinheiten angeordnet, wie innerhalb deren Bearbeitungs- 
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und/oder Kontrollzeit sich in Transportrichtung bewegende Trager mittels der Besttickungs- 
einrichtung mit einer vorgegebenen Bestuckungsgeschwindigkeit bestiickt werden konnen. 
Somit ist eine fortlaufende Bearbeitung/Kontrolle der Trager und der Halbleiterchips ohne 
Zuhilfenahme einer Pufferzone bei hohem Durchsatz moglich. 

5 

Gemafl einer bevorzugten Ausfuhrungsform umfasst die verschiebbare Ausharteeinrichtung 
als Bearbeitungseinheiten ein oberhalb des Transportbandes angeordnetes Thermodenfeld 
mit einer Mehrzahl von den Tragerpositionen der Trager zugeordneten Thermoden und min- 
destens eine unterhalb des Transportbandes angeordnete Heizplatte. Das Thermodenfeld 

10 und die Heizplatte sind mittels einer Schiebevorrichtung in senkrechter Richtung zur der 

Transportbandebene derart verschiebbar, dass sie bei geschlossener Klemmvorrichtung zu 
dem Transportband hin und von dem Transportband weg bewegbar sind. Die Mehrzahl der 
Thermoden ermoglicht wahrend der Verschiebung des gesamten Thermodenfelds ein- 
schlieftlich der Heizplatte in Transportrichtung eine gleichzeitige Aushartung mehrerer mit 

15 Klebstoff versehener Trager mit darauf angebrachten Halbleiterchips. 

Die Klemmvorrichtung besteht aus mindestens zwei vorzugsweise an Endbereichen der ver- 
schiebbaren Ausharteeinrichtung und/oder der weiteren Einrichtung angeordneten Klemm- 
backeneinheiten, deren obere und untere Klemmbacken von oben und unten an das Trans- 
20 portband heranfuhrbar sind. Auf diese Weise sind die zu verbindenden Elemente, wie Trager 
und Halbleiterchip, im Bezug auf die Thermoden stationar angeordnet, urn eine genaue Po- 
sitionierung der Thermoden zu den einzelnen Tragern wahrend des Verbindungsvorganges 
sicherzustellen. 

25 Die Hubvorrichtung ist mit einem Transportbandantrieb zum schrittweisen Bewegen des 

Transportbandes in Transportrichtung verbunden. Dies hat zur Folge, dass eine genaue Ab- 
stimmung der Verschiebungsgeschwindigkeit der zu verschiebenden Ausharteeinrichtung 
auf die Transportgeschwindigkeit des Transportbandes sichergestellt ist. 

3 0 Weiterhin weist die erfindungsgemafte Vorrichtung eine vorrichtungsfeste weitere Klemm- 
vorrichtung zum Festhalten des Transportbandes wahrend des Zuriickverschiebens der ver- 
schoben Ausharteeinrichtung und/oder der weiteren Einrichtung entgegen der Transportrich- 
tung auf. 



35 



Ein erfindungsgemalies Verfahren zur Aufbringung von Halbleiterchips auf einer Mehrzahl 
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von Tragern umfasst vorzugsweise folgende Schritte: 

Verbinden der Ausharteeinrichtung und/oder einer weiteren Einrlchtung mit einem die 
Trager entlang der Einrichtungen transportierenden Transportband durch SchlieBen einer 
ersten Klemmvorrichtung; 
5 - Offnen einer vorrichtungsfesten zweiten Klemmvorrichtung zum Freigeben des sich 
in Transportrichtung bewegenden Transportbandes; 

Verschieben von in der Ausharteeinrichtung und/oder der weiteren Einrichtung ange- 
ordneten Bearbeitungs- und/oder Kontrolleinheiten in eine SchliefJstellung in senkrechter 
Richtung zu der Transportbandebene hin; 
10 - Verschieben der Ausharteeinrichtung und/oder der weiteren Einrichtung mit einer 
Transportgeschwindigkeit des Transportbandes in Transportrichtung wahrend einer gleich- 
zeitigen Bearbeitung und/oder Kontrolle mehrerer der mit den Halbleiterchips bestuckten 
Trager fur eine vorbestimmte Bearbeitungs- und/oder Kontrollzeit mittels der Bearbeitungs- 
und/oder Kontrolleinheiten; 
15 - Verschieben der Bearbeitungs- und/oder Kontrolleinheiten in eine Offnungsstellung 
von der Transportbandebene weg nach Ablauf der Bearbeitungs- und/oder Kontrollzeit; 

Schlieflen der vorrichtungsfesten zweiten Klemmvorrichtung; 

Offnen der ersten Klemmvorrichtung; 

Zuruckverschieben der Ausharteeinrichtung und/oder der weiteren Einrichtung ent- 
2 0 gegen der Transportrichtung in eine Ausgangstellung. 

Der Schritt des Verschiebens der Bearbeitungs- und/oder Kontrolleinheiten in eine Off- 
nungsstellung ist aufgrund der sich mitbewegenden Ausharteeinrichtung und/oder der weite- 
ren Einrichtung unabhangig von einer Fortbewegung des Transportbandes in Transportrich- 
25 tung durchfiihrbar. 

Zur Erzielung eines hochstmoglichen Durchsatzes entspricht die Transportgeschwindigkeit 
der Bestiickungsgeschwindigkeit, mit welcher die Trager auf dem sich schrittweise bewe- 
genden Transportband bestuckt werden. 

30 

Weitere vorteilhafte Ausfuhrungsformen ergeben sich aus den Unteranspriichen. 

Vorteile und Zweckmaftigkeiten sind der nachfolgenden Beschreibung in Verbindung mit der 
Zeichnung zu entnehmen. Hierbei zeigen: 



35 
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Figuren 1a- 1d 



in jeweils einer schematischen Querschnittsansicht vler verschiedene 
Vorrichtungen zur Aufbringung von Halbleiterchips auf Tragern gemaft 
dem Stand der Technik; 



Fig. 2 



in einer schematischen Querschnittsansicht eine Vorrichtung zur Auf- 
bringung von Halbleiterchips auf Tragern gemafi einer Ausfuhrungs- 
fomn der Erfindung, und 



Fig. 3 



in einer perspektivischen Ansicht einen Ausschnitt der in Fig. 2 sche- 
matisch gezeigten Vorrichtung, der eine verschiebbare Ausharteein- 
richtung darstellt. 



Die Figuren 1a - 1d zeigen in jeweils einer schematischen Querschnittsansicht vier ver- 
schiedene Vorrichtungen zur Aufbringung von Halbleiterchips auf Tragern gemafi dem 
Stand der Technik. Die in den Figuren 1a - d dargestellten Vorrichtungen setzen sich jeweils 
aus einer Klebstoffauftrageinrichtung 1 zum Auftragen eines Klebstoffs in Form eines Epo- 
xydots auf Trager, eine Bestuckungseinrichtung 2 zum Bestucken der Trager mit Halbleiter- 
chips und eine Ausharteeinrichtung 3a, 3b, 3c zum Ausharten des Klebstoffs zusammen. 
Die Trager 4 sind auf einem Transportband 6 fortlaufend hintereinander angeordnet und 
bewegen sich mit diesem schrittweise jeweils urn einen Indexschritt in Transportrichtung, die 
durch die Pfeile 7 und 9 angedeutet wird. 

Die Auftragung des Klebstoffs nimmt ublicherweise 300 ms, die Bestuckung mit als Flipchips 
ausgebildete Halbleiterchips 4 600 ms und die Thermodenaushartung in der Ausharteein- 
richtung 10 s in Anspruch. 

Bei der in Figur 1a gezeigten Vorrichtung wird eine Bestuckungszeit, in der ein Trager 4 mit 
einem Flipchip bestuckt wird, an die Aushartezeit angepasst, so dass sich eine Bestu- 
ckungsgeschwindigkeit nach der wesentlich langeren Aushartezeit richtet. Eine starke Ver- 
ringerung des Durchsatzes der gesamten Vorrichtung ist die Folge. 

Die in Figur 1 b dargestellte Vorrichtung weist eine Ausharteeinrichtung 3a auf, deren Aus- 
hartezeit auf die Bestuckungszeit von 600 ms reduziert ist. Dies hat zur Folge, dass der zu- 
vor aufgetragene Klebstoff nicht zuveriassig aushartet und somit eine zuveriassige Verbin- 
dung der mit Bumpfs ausgestatteten Flipchips 5 mit den Tragern 4 nicht stattfindet. 
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Die in Figur 1c gezeigte Vorrichtung beinhaltet eine Pufferzone 10 zwischen der Bestu- 
ckungseinrichtung 2 und der Klebstoffauftrageinrichtung 1 auf der einen Seite und der Aus- 
harteeinrichtung 3 auf der anderen Seite. In der Pufferzone 1 0 werden die bereits bestiick- 
5 ten Trager 4 in einer Art Warteschleife solange warten gelassen, bis sie in die Ausharteein- 
richtung 3b, die mehrere Bearbeitungseinheiten in Form eines Thermodenfeldes zum gleich- 
zeitigen Ausharten mehrerer Trager mit Klebstoffauftragung aufweist, in grofierer Zahl ein- 
gefahren werden. 

10 Die in dem Thermodenfeld angeordneten Bearbeitungseinrichtungen stellen einzelne Ther- 
moden dar und sind zum gleichzeitigen Ausharten moglichst vieler Klebstoffe zweidimensio- 
nal, also in X- und Y-Richtung, angeordnet. 

Die Aushartezeit ist 9,6 s und die Bestuckungszeit ist 600 ms. Demzufolge weist das Ther- 
15 modenfeld insgesamt 16 Thermoden zur gleichzeitigen Aushartung der Klebstoffe auf, wah- 
rend zeitgleich 16 neue Trager bestuckt werden konnen. Auf diese Weise kann zwar ein 
hoher Durchsatz der Vorrichtung aufrechterhalten werden, jedoch wird die Prozessgenauig- 
keit der gesamten Vorrichtung nachteilig durch die Pufferzone aufgrund zusatzlicher Trans- 
portwege beeinflusst. 

20 

In Figur 1d wird eine Vorrichtung gezeigt, bei der wahrend des Aushartevorgangs mittels 
eines Thermodenfeldes 3c mehrere Trager 4 mit Klebstoffauftragung gleichzeitig ausgehar- 
tet werden, wahrend die Trager 4 und das sie tragende Transportband 6 nicht fortbewegt 
werden. Zur gleichen Zeit werden eine Mehrzahl von Trager 4 mittels der Bestuckungsein- 

25 richtung 2 bei stillstehendem Transportband 6 bestuckt. Der erforderliche Indexschritt zur 

schrittweisen Fortbewegung des Transportbandes 6 ist also wesentlich grdfter, wie es durch 
den Pfeil 9 angedeutet wird. Dies wird auch durch die angedeuteten Langen eines Bestuck- 
feldes 12 und einer Klebstoffauftragverfahrensstrecke 11 angedeutet. Eine derartige Vorrich- 
tung erfordert jedoch ebenso eine Reduzierung der Bestuckungsgeschwindigkeit, da lange 

3 0 Transportwege fur die gleichzeitige Bestuckung mehrer Trager erforderlich sind. Zudem wird 
aufgrund der langen Transportwege die Prozessgenauigkeit der gesamten Vorrichtung re- 
duziert. 
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In Figur 2 wird in einer schematischen Querschnittsansicht eine Vorrichtung zur Aufbringung 
von Halbleiterchips auf Tragem gemafi einer Ausfuhrungsform der Erfindung gezeigt. Die 
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Vorrichtung weist ebenso eine Klebstoffauftrageinrichtung 1 , eine Bestuckungseinrichtung 2 
und eine Ausharteeinrichtung 3d auf. Die Ausharteeinrichtung 3d ist mittels einer Klemmvor- 
richtung mit zwei endseitig angebrachten Klemmbackeneinheiten 13 und 14 mit dem Trans- 
portband 6 verbindbar. Die Klemmbackeneinheiten 13 und 14 sind mittels eines transport- 
5 bandunterseitig angeordneten Verbindungselements 1 5 miteinander verbunden. Das Ver- 
bindungselement 15 ist mit einem hier nicht gezeigten Transportbandantrieb verbunden, der 
fur den Transport sowohl des Transportbandes als auch der Ausharteeinrichtung 3d in 
Transportrichtung des Transportbandes 6 vorgesehen ist. 

10 Die Ausharteeinrichtung 3d ist in Transportrichtung und entgegen der Transportrichtung ver- 
schiebbar, wie es durch die Pfeile 16 angedeutet ist. 

Die Ausharteeinrichtung 3d setzt sich aus einem in einem Gehause 17 angeordneten Ther- 
modenfeld 18 mit einzelnen Thermoden 19 zusammen, wobei die Thermoden jeweils einer 
15 Tragerposition, an der Klebstoff und ein Flipchip 5 aufgetragen worden ist, zugeordnet ist. 

Die Thermoden sind entlang der Richtung des Pfeils 20 vertikal zu dem Transportband 6 hin 
und wieder zuruck verschiebbar. 

20 Weiterhin ist in dem Gehause 17 eine Heizplatte 21 an der Unterseite des Transportbandes 
6 angeordnet, die sich entlang des Pfeils 22 zu dem Transportband 6 hin und von ihm weg 
bewegen lasst. 

Die Funktionsweise der erfindungsgemafien Vorrichtung wird anhand des nachfolgend be- 

2 5 schriebenen Verfahrens dargestellt: 

In einem ersten Schritt wird die Ausharteeinrichtung 3d mit dem Transportband durch 
Schlielien der Klemmbackeneinheiten 13 und 14 fest verbunden. 

In einem zweiten Schritt wird eine weitere vorrichtungsfeste Klemmvorrichtung 23 geoffnet, 

3 0 urn das Transportband 6 freizugeben. 

In einem dritten Schritt wird das Thermodenfeld 18 und die Heizplatte 21 gemaft den Pfeilen 
20 und 22 auf das Transportband 6 zubewegt, urn diese Elemente in eine Schlielistellung zu 
bringen. 

35 
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AnschlieBend wird in einem vierten Schritt die gesamte Ausharteeinrichtung 3d mit der 
Transportgeschwindigkeit des Transportbandes 6 in Transportrichtung, die in der Bildebene 
nach rechts verlauft, verschoben. Gleichzeitig harten die Thermoden 19 und die Heizplatte 
21 die Klebstoffauftragungen an den Tragerpositionen der Trager 4 aus. 

5 

Nach abgeschlossenem Aushartevorgang werden das Thermodenfeld 18 und die Heizplatte 
21 wieder geoffnet. 

Danach werden die weitere Klemmvorrichtung 23 geschlossen und die Klemmbackeneinhei- 
10 ten 1 3 und 1 4 geoffnet. 

AnschliefJend wird die gesamte Ausharteeinrichtung 3d entgegen der Transportrichtung in 
eine Ausgangstellung zuriick verschoben. 

15 Figur 3 zeigt in einer perspektivischen Ansicht einen Ausschnitt der in Fig. 2 schematisch 
gezeigten Vorrichtung, der die verschiebbare Ausharteeinrichtung 3d darstellt. Dieser Dar- 
stellung istzu entnehmen, dass die insgesamt 11 sichtbaren Thermoden 19 oberhalb des 
Transportbandes 6 und die Heizplatte 21 unterhalb des Transportbandes 6 angeordnet sind. 

20 Die endseitigen Klemmbackeneinheiten setzen sich jeweils aus einer oberen Klemmbacke 
24a, 24b und einer unteren Klemmbacke 25a, 25b zusammen, die in Schliefistellung an die 
Ober- und Unterseite des Transportbandes 6 gedruckt werden. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass alle oben beschriebenen Teile fur sich allein 
25 gesehen und in jeder Kombination, insbesondere die in der Zeichnung dargestellten Details 
als erfindungswesentlich beansprucht werden. Abanderungen hiervon sind dem Fachmann 
gelaufig. Beispielswiese kann die Ausharteeinrichtung durch jede beliebige Kontrolleinrich- 
tung ersetzt werden, deren Prozesszeit ebenso die Bestuckungszeit ubersteigt und sich so- 
mit ein Verbinden und Verschieben der Kontrolleinrichtung mit dem Transportband anbietet. 

30 
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Ausharteeinrichtung 
Trager 
Flipchips 
Transportband 

Transportrichtung mit Indexschritte 

Pufferzone 

Verfahrensstrecke 

Bestuckungsfeldlange 

Klemmbackeneinheiten 

Verbindungselement 

Verschieberichtung 

Gehause 

Thermodenfeld 

Thermoden 

Verschieberichtungen 

Heizplatte 

Klemmvorrichtung 

Obere Klemmbacken 

Untere Klemmbacken 
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Vorrichtung und Verfahren zur Aufbringung von Halbleiterchips auf Tragern 



5 Patentanspruche 

1. Vorrichtung zur Aufbringung von Halbleiterchips (5) auf einer Mehrzahl von Tragern 
(4), insbesondere Smartcard-Modulen oder Flexboards, wobei an einer Klebstoffauf- 
trageinrichtung (1 ) Klebstoff an vorbestimmten Tragerpositionen auf die Trager (4) 
10 aufgetragen, an einer Besttickungseinrichtung (2) die Trager (4) an den Tragerpositi- 

onen mit den Halbleiterchips (5) bestuckt und in einer Ausharteeinrichtung (3, 3a, 3b, 
3c, 3d) der Klebstoff ausgehartet wird, 
dadurch gekennzeichnet, dad 

die Ausharteeinrichtung (3, 3a, 3b, 3c, 3d) und/oder eine weitere Einrichtung mittels 
15 einer Klemmvorrichtung (13, 14) mit einem die Trager (4) entlang der Einrichtungen 

transportierenden Transportband (6) verbindbar und mittels einer Hubvorrichtung (15) 
in Transportrichtung mit einer Transportgeschwindigkeit des Transportbandes (6) 
verschiebbar sind/ist. 

20 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dafc 

in der mit dem Transportband (6) verbindbaren Ausharteeinrichtung (3, 3a, 3b, 3c, 
3d) und/oder der weiteren Einrichtung eine Mehrzahl von Bearbeitungs- und/oder 
Kontrolleinheiten (19) in Transportrichtung des Transportbandes (6) angeordnet sind, 
25 die eine gleichzeitige Bearbeitung und/oder Kontrolle der mit den Halbleiterchips (5) 

bestuckten Tragern (4) wahrend ihres Transports durchfuhren. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, 

gekennzeichnet durch 
30 eine Zeitgebereinrichtung zum Einstellen einer Zeitspanne, die der Summe aus einer 

Bearbeitungs- und/oder Kontrollzeit einer Bearbeitungs- und/oder Kontrolleinheit (19) 
und eines Zeitabschnitts entspricht, der zum Zuriickverschieben der verschobenen 
Ausharteeinrichtung (3, 3a, 3b, 3c, 3d) und/oder der weiteren Einrichtung entgegen 
der Transportrichtung in eine Ausgangslage benotigt wird. 
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4. Vorrichtung nach Anspaich 3, 
dadurch gekennzeichnet, dad 

in der Ausharteeinrichtung (3, 3a, 3b, 3c, 3d) und/oder der weiteren Einrichtung so 
viele Bearbeitungs- und/oder Kontrolleinheiten (19) angeordnet sind, wie innerhalb 
deren Bearbeitungs- und/oder Kontrollzeit sich in Transportrichtung bewegende Tra- 
ger (4) mittels der Bestuckungseinrichtung (2) mit einer vorgegebenen Bestuckungs- 
geschwindigkeit bestuckt werden konnen. 

5. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dad 

die verschiebbare Ausharteeinrichtung (3, 3a, 3b, 3c, 3d) ein oberhalb des Trans- 
portbandes (6) angeordnetes Thermodenfeld (18) mit einer Mehrzahl von den Tra- 
gerpositionen der Trager (4) zugeordneten Thermoden und mindestens eine unter- 
halb des Transportbandes (6) angeordnete Heizpiatte (21) beinhattet. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

das Thermodenfeld (18) und die Heizpiatte (21) mittels einer Schiebevorrichtung in 
senkrechter Richtung zur der Transportbandebene derart verschiebbar sind, dass sie 
bei geschlossener Klemmvorrichtung (13, 14) zu dem Transportband (6) hin und von 
dem Transportband (6) weg bewegbar sind. 

7. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

die Klemmvorrichtung mindestens zwei vorzugsweise an Endbereichen der ver- 
schiebbaren Ausharteeinrichtung (3, 3a, 3b, 3c, 3d) und/oder der weiteren Einrich- 
tung angeordnete Klemmbackeneinheiten (13, 14) umfasst, deren obere und untere 
Klemmbacken (24a, 25a; 24b, 25b) von oben und unten an das Transportband (6) 
heranfuhrbar sind. 

8. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

die Hubvorrichtung (15) mit einem Transportbandantrieb zum schrittweisen Bewegen 
des Transportbandes in Transportrichtung verbunden ist. 
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9. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 3-8, 
gekennzeichnet durch 

eine vorrichtungsfeste weitere Klemmvorrichtung (23) zum Festhalten des Transport- 
bandes (6) wahrend des Zuruckverschiebens der verschoben Ausharteeinrichtung (3, 
3a, 3b, 3c f 3d) und/oder der weiteren Einrichtung entgegen der Transportrichtung. 

10. Verfahren zur Aufbringung von Halbleiterchips (5) auf einer Mehrzahl von Tragern 
(4), insbesondere Smartcard-Modulen Oder Flexboards, wobei an einer Klebstoffauf- 
trageinrichtung (1) Klebstoff an vorbestimmten Tragerpositionen auf die Trager (4) 
aufgetragen, an einer Bestuckungseinrichtung (2) die Trager (4) an den Tragerpositi- 
onen mit den Halbleiterchips (5) bestuckt und in einer Ausharteeinrichtung (3, 3a, 3b, 
3c, 3d) der Klebstoff ausgehartet wird, 

gekennzeichnet durch folgende Schritte: 

Verbinden der Ausharteeinrichtung (3, 3a, 3b, 3c, 3d) und/oder einer weiteren 
Einrichtung mit einem die Trager (4) entlang der Einrichtungen transportierenden 
Transportband (6) durch Schlieflen einer ersten Klemmvorrichtung (13, 14); 

Offnen einer vorrichtungsfesten zweiten Klemmvorrichtung (23) zum Freige- 
ben des sich in Transportrichtung bewegenden Transportbandes (6); 

Verschieben von in der Ausharteeinrichtung (3, 3a, 3b, 3c, 3d) und/oder der 
weiteren Einrichtung angeordneten Bearbeitungs- und/oder Kontrolleinheiten (19) in 
eine Schlieftstellung in senkrechter Richtung zu der Transportbandebene hin; 

Verschieben der Ausharteeinrichtung (3 P 3a, 3b, 3c, 3d) und/oder der weiteren 
Einrichtung mit einer Transportgeschwindigkeit des Transportbandes (6) in Trans- 
portrichtung wahrend einer gleichzeitigen Bearbeitung und/oder Kontrolle mehrerer 
der mit den Halbleiterchips (5) bestuckten Trager (4) fur eine vorbestimmte Bearbei- 
tungs- und/oder Kontrollzeit mittels der Bearbeitungs- und/oder Kontrolleinhei- 
ten (19); 

Verschieben der Bearbeitungs- und/oder Kontrolleinheiten (19) in eine Off- 
nungsstellung von der Transportbandebene weg nach Ablauf der Bearbeitungs- 
und/oder Kontrollzeit; 

SchlieBen der vorrichtungsfesten zweiten Klemmvorrichtung (23); 

Offnen der ersten Klemmvorrichtung (1 3, 14); 

Zurtickverschieben der Ausharteeinrichtung (3, 3a, 3b, 3c, 3d) und/oder der 
weiteren Einrichtung entgegen der Transportrichtung in eine Ausgangstellung. 
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1 1 . Verfahren nach Anspruch 1 0, 
dadurch gekennzeichnet, dafl 

der Schritt des Verschiebens der Bearbeitungs- und/oder Kontrolleinheiten (19) in ei- 
ne Offnungsstellung unabhangig von einer Fortbewegung des Transportbandes (6) in 
Transportrichtung durchfuhrbar ist. 

1 2. Verfahren nach Anspruch 1 0 oder 1 1 , 
dadurch gekennzeichnet, daR 

die Transportgeschwindigkeit einer Bestuckungsgeschwindigkeit, mit welcher die 
Trager (4) auf dem sich schrittweise bewegenden Transportband (6) bestuckt wer- 
den, entspricht. 



WO 2004/032202 



T/EP2003/010778 





LRTESgI 



(12) NACH DEM VERTIOTO UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fiir geistiges Eigentum 
Internationales Biiro 

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum 
15, April 2004 (15.04.2004) 



ism 



PCT 



2 3 MAR 2005 
lllllllllllllllllllli^ 

(10) Internationale Veroffentlichungsnummer 

WO 2004/032202 A3 



(51) Internationale Patentklassifikation 7 : H01 L 21/00 
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/010778 

(21) Internationales Anmeldedatum: 

27. September 2003 (27.09.2003) 



(25) Elnreichungssprache: 

(26) Veroffentlichungssprache: 



Deutsch 
Deutsch 



(30) Angaben zur Prioritat: 

102 45 398.5 28. September 2002 (28.09.2002) DE 

(71) Anmelder: MUHLBAUER AG [DE/DE]; Wemer-von- 
Siemens-Str. 3, 93426 Roding (DE). 

(72) Erfinder: NIKLAS, Sigmund; Bergweg 4, 93199 Zell 
(DE). WECKERLE, Ewald; Hiittenstn 16, 93173 Wen- 
zenbach (DE). TIMM, Uwe; Schneckenstr. 6, 81737 
Munchen (DE). 



(74) Anwalt: HANNKE, Christian; Patentanwaltskanzlei 
Hannke, St.-Kassians-Platz 6, 93047 Regensburg (DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, 
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, 
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, H, GB, GD, 
GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, 
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, 
MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, 
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, 
UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW. 

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, 
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, 
TM), europaisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, 
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, 
PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, 
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 

[Fortsetzung aufder ndchsten Seite] 



(54) Title: DEVICE AND METHOD FOR APPLYING SEMICONDUCTOR CHIPS TO CARRIERS 

(54) Bezeichnung: VORRI CHTUNG UND VERFAHREN ZUR AUFB RINGUNG VON HALBLEITERCHIPS AUF TRAGERN 



< 




O 



1 ...EPOXY UNIT 
2.. .FITTING DEVICE 

(57) Abstract: The invention relates to a device and a method for applying semiconductor chips (5) to a plurality of carriers (4), 
especially smart card modules or flexboards. According to the invention, an adhesive application device (1) is used to apply an 
adhesive to pre-defined positions on the carrier (4), a fitting device (2) is used to apply the semiconductor chips (5) to the positions 
on the carrier (4), and a hardening device (3) is used to harden the adhesive. The hardening device (3) and/or another device can be 
connected to a conveyor belt (6) for transporting the carrier (4) along the devices, by means of a clamping device (13, 14), and can 
be displaced in the transport direction at the speed of the conveyor belt (6), by means of a lifting device (15). 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Aufbringung von Halbleiterchips (5) auf 
einer Mehrzahl von Tragern (4), insbesondere Smartcard-Modulen oder Flexboards, wobei an einer Klebstoffauftrageinrichtung (1) 
Klebstoff an vorbestimmten Tragerpositionen auf die Trager (4) aufgetragen, an einer Bestuckungseinrichtung (2) die Trager (4) 
an den Tragerpositionen mit den Halbleiterchips (5) bestUckt und in einer Ausharteeinrichtung (3) der Klebstoff ausgehartet wird, 
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